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高品質 LED光源封裝與檢測
技術專題導言
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 高品質LED技術發展重點趨勢

以 LED為主的固態照明光源，由於具有節能的優勢，因此在全球能源價格持續攀升的

趨勢下，成為最受期待的明星產業之一。根據工研院產經中心(IEK)統計，全球 LED市場於

2010年達到 107億美元，與 2009年相比，成長 54%，而高亮度 LED的占有率約為 85%。

背光與照明應用依然是高亮度 LED市場的主要成長動能，而新興應用之消費性產品，如平

板電腦、微投影等技術則有望帶動新一波的 LED需求。

根據美國能源部(DOE)在 2011年 5月修訂的固態照明研發計畫，預估 2015年，冷白色

LED封裝之發光效能將達到 224 lm/W，價格將下降到 US$2/klm。暖白色 LED封裝之發光

效能將達到 202 lm/W，價格將下降到 US$2.2/klm。不僅在效能上遠勝，在成本上更具有與

一般省電燈泡相比之實力。藉由本期技術專題，我們提出數個技術發展的重點趨勢，以開

發創新的封裝與檢測技術，達到高品質且低成本的 LED照明。

泝光色穩定度的提升：開發高可靠度之 LED封裝，提升 LED之顏色一致性、空間均勻性與

長期穩定性，並藉由具高精準度的檢測，以減少日後由於顏色偏差導致產品更換之成本。

沴光衰與有效壽命之推估：LED壽命議題包含晶粒與封裝，且與模組及系統品質可靠度息

息相關，因此，如何進行有效的元件壽命推估，確保燈具品質、促進工程上的應用，並

在產線檢測階段即建立線上化快速檢測技術，嚴格把關入料品質並進行驗證。

沊元件與模組的散熱特性評估：由於 LED固態照明主要是藉由傳導的方式進行散熱，因此

如何進行良好的散熱設計，並針對封裝單晶元件與模組進行有效的熱評估，甚至在出廠

時即可針對熱特性進行快速篩檢，除了光、電、色分檔(Binning)以外，再提供熱分檔的

選項。

沝 LED模組標準化：藉由模組介面的標準化，達到不同廠商間的產品具有高度互換性，並

開發適合固態照明的照明燈具接頭，以充分善用 LED光源的特性，加速 LED照明市場

達到經濟規模。

基於上述的課題，本技術專題從封裝的角度來分析整個模組可靠度提升的技術方向，

並介紹目前的檢測技術如何達到有效的品質驗證工作，讓大家能對 LED封裝與檢測的技術

發展有更深入的認識。


